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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MECHANICAL STANDARDIZATION
OF SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 6: General rules for the preparation of outline drawings
of surface mounted semiconductor device packages

Technjical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter “referred to
idation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee
subject dealt with may participate in this preparatory work. Internatiohal, governmental

IEC Plublications have the form of recommendations for interfational use and are accepted by IEQ
Comnyittees in that sense. While all reasonable efforts are«made to ensure that the technical contg
Publigations is accurate, IEC cannot be held responsible ‘for the way in which they are used o

Attentjon is drawndo the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publi
indispensable for the correct application of this publication.

Attentjon ig"drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the
paten{ rights”IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
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International Standard IEC 60191-6 has been prepared by subcommittee 47D: Mechanical
standardization of semiconductor devices, of IEC technical committee 47: Semiconductor
devices.

This third edition of IEC 60191-6 cancels and replaces the second edition, published in 2004
and constitutes a technical revision. This edition includes the following significant changes
with respect to the previous edition:

scope is modified to cover all surface-mounted devices discrete semiconductors with lead

count of greater or equal to 8;
editorial modifications on several pages; and
technical revision to ball grid array package (BGA) especially its geometrical

drawing

format. (two types of BGA would unify as one type as a result of revising drawing format.)
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The text of this standard is based on the following documents:

CDV Report on voting
47D/736/CDV 47D/749/RVC

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list o

semicor

The con

remain

unchanged until the maintenance result date indicated on the IECweb sit

"http://wWebstore.iec.ch" in the data related to the specific publication) At this d
publicatjon will be
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* with
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hmittee has decided that the contents of this amendment and the base:publicgtion will
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MECHANICAL STANDARDIZATION
OF SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 6: General rules for the preparation of outline drawings
of surface mounted semiconductor device packages

1 Scope

This pa
mounted
surface
well as

2 Noi

The foll

For datgd references, only the edition cited applies. For undated references, the lates

of the rd

IEC 601
for the f

IEC 601
system

ISO 11
Toleran

3 Ter
For the

3.1

seating
plane wj
surface

semiconductor devices. It supplements IEC 60191-1 and IEC 60191-3. 1t cO
mounted devices discrete semiconductors with lead count of greater orequal
ntegrated circuits classified as form E in Clause 3 of IEC 60191-4.

mative references

pwing referenced documents are indispensable for the\dpplication of this do

ferenced document (including any amendments) applies.

01-1:2007, Mechanical standardization of semiconductor devices — Part 1: Geneg
reparation of outline drawings of discrete devices

91-4:2002, Mechanical standardization» of semiconductor devices — Part 4:
and classification into forms of package outlines for semiconductor device pac

01:2004 Geometrical Product) Specifications (GPS) — Geometrical tolera
ces of form, orientation, locatioh and run-out

ms and definitions

purposes of this.document, the following terms and definitions apply.
plane

hich designates the plane of contact of the package, including any stand-off,
on,which it will be mounted

t of IEC 60191 gives general rules for the preparation of outline drawings of, surface-

vers all
to 8, as

cument.
[ edition

ral rules

Coding

ages

hcing —

with the

NOTE T

3.2

; I ; £1 ol 4o £ 1
mSprane 1S orten usSet—astne rererenceprane:

reference plane
plane parallel to the seating plane at a distance above seating plane (does not apply to
leadless package)

NOTE 1 The distance is known as the reference plane distance. It determines the terminal projection zone
(see Figure 1).

NOTE 2 This distance is a theoretical dimension which is not related to any feature of the package. Its value is

chosen for each package so the length of terminal projection zone L

length used for mounting, e.g. the length of the part of the terminal that is soldered to the substrate.

is a good approximation of the terminal
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3.3

terminal position area

maximum area on the seating plane within which the terminal projection zone is located,
taking into account the maximum values of LID and bID

NOTE 1 The surface of the terminal position area is equal to /1 x bz with, generally

I = Lp max. + (HDmax. — HDmin.)/2
= Lp max. + (HEmax. — HEmin.)/2
and b3 = bp max. + X

NOTE 2 |Checking can be carried out by means of an appropriate gauge (see Figure 2)

3.4
pattern|of terminal position areas
group of all terminal position areas of a leaded package or folded lead package in the|seating
plane

NOTE 1 |For a leadless package, it is the projection of its metallized pads or t€rminals on the seating plahe.

NOTE 2 |The true positions of the centres of the terminal position areas arg"located on a grid with a mod{lus
[e]/ or [e]/

NOTE 3 |The pattern of terminal position areas does not include tolerances stemming from mounting qubstrates
(printed bpard) design and placement machine accuracy.

3.5

coplanarity of terminals

profile tplerance controlling the location of-the crowns of the bottom terminals with regpect to
the seafing plane

NOTE In] all the other cases, the requirement for coplanarity of terminals is clarified by a note.

3.6

datum

geometrical established- planes for controlling the tolerance zone

NOTE Djatum S should be established by seating plane.

4 Designrules

prise in

the given sequence:

— the drawing (strictly speaking);

— the tables of dimensions;

— the notes to the tables and the drawings;
— the codification.

The drawing shall conform with the general rules for drawings laid down in IEC 60191-1,
Clause 4 and Clause 5, as well as with the specific definitions of Clause 3 above.

The following, Clause 5 and Clause 6 give, respectively, the tables of dimensions to be
specified and the notes to be called, where relevant. Supplementary dimensions and notes
may be added when required.
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The codification of package outlines shall be in accordance with IEC 60191-4.

5 Dimensions to be specified

Crosses in the Table 1 and Table 2 indicate where values have to be specified. In the
auxiliary right-hand column, a code indicates for which outline families each dimension is
generally relevant, as follows:

L: leaded packages packages with gull-wing leads  for example; QFP, SOP,TSOP
F: folded lead packages packages with J-bent leads for example; QFJ, SOJ

P: leadless packages packages with no leads for example; QFN

B: ball gridarray packages —packages with battteads— forexampie; BGA

6 Notes

Notes re¢ferred to in the tables and in the drawings appear after Table 2; (in the auxiligry right-
hand cdlumn, a code indicates for which outline families each note is @eherally relevgnt (with
the samle code as in Clause 5 above).

For eag¢h particular outline package or package family, the“applicable notes ghall be
numberged sequentially from 1 in the order they are in the tablés and then on the drawipg.
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Table 1 — Dimensions to be specified for Group 1

Group 1 includes dimensions and numerals associated with
mounting of packages and kinds of packages. The
dimensions and numerals belonging to the group mean
values guaranteed to users and imply that mechanical
compatibility of mounting of packages can be recognized.
Concerned
family
Ref. Min. Nom. Max. Notes
0 = X = 2 =B
nD - X - 3 LFP
nE - X - 3 LEP
A - - X LFPB
A1 X - X LFB
A2 - X - LF
- X(*) - 4 LF
bp X - X 4 LFP
Zbp X [x] X 4 B
b X - X 4 B
C X - X LF
D X X X 4 LFPB
E X X X 4 LFPB
[e] - X(#) - 4 LFPB
f - - X LF
HD X X X 4 LF
HEe X X X 4 LF
X - X F
k X - X P
k1 X - X P
Lp X - X 4 LFP
- - X LF
v - - X B
- - X B
X - - X LFPB
x1 - - X B
y - - X LFPB
y1 - - X B
0 X - X L
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Group 2 includes dimensions that do not belong to Group 1, but
are associated with the fabrication of packages and dimensions
of terminal position areas. The group is to achieve its own
original purpose as an industry standard. The group belongs to
the dimensions and numerals of external shapes of packages
useful for design and manufacture and the dimensions of
terminal position areas that can be referenced to in fabrications
of mounting boards. Therefore, external dimensions of a
package shall have nominal design values specified thereto.

Ref. Nom. Max.
b1 - X -

b2 X - X

b3 - - [x] 4
c1 -
eD -
eE -

Notes

L1 -
L2 -

X |IX | X | X|[X]|X

Sp -
SE -
ZD -
ZE -
G1D -
G1E -

XX | XWX, | X | X |X
1

Conce
fam

rned
ly

LF

LFPB
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Explanation of the symbols and notes to the tables

Explanation of the symbols

(%) means true geometrical position

[] values given within square brackets are calculated values

means in this drawing that the distance from the seating plane to the
nearest point of each terminal should not exceed y mm

O yls

@ prnjnnfnd tolerance zone (cno 1ISO- 1 101’ Clause 1’2)

NOTES

1 All dimensions are in millimetres.

2 n refers to the total number of terminal positions.

3 nD refers to the number of terminal positions on one side of the package in

the direction of dimension D.

nE refers to the number of terminal positions on one side 6f the package in the direction
of dimension E.

4 Check of the dimensions and positions of package'terminal is validly performed when it
is ensured that these terminal fit with the patternief terminal position
areas. This can be carried out by means of ancappropriate gauge.
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Annex A
(informative)

Illustration of the rules

The above rules are illustrated by examples of application to several package families.

A.1  Structures of the examples

- Gull-wi
— gullqwing lead package with two parallel rows of terminals (TSOP Type 2)(see €}a

— gull{wing lead package with one row of terminals on each of four sides (see(CGlausg A.4);
— J-bend lead package with two parallel rows of terminals (see Clause A.5);
— J-bend lead package with one row of terminals on each of four sides,(see Clause A.6);
— lead|ess package (see Clause A.7);

— ball prid array package (see Clause A.8).
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Reference plane

Side view
. B B ® Projected zone
Seating plane /
Bottom view
Lp x bp : terminal projection
zone (hatched) ﬁ
IEC ;2240/09
Figure A.1a
Reference plang
/ Side view
M @ Projected zone
/ . tp |
Seating plane | !
o]
L5y
Lp x bp: terminal projection Bottom view
zone (hatched)
I N f
IEC 2241/09
Figure A.1b
Figure A.1 — lllustrations of terminal projection zone

IEC 2242/09

Figure A.2 — Isometric view of an example of gauge
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Gull-wing lead package with two parallel rows of terminals (SOP, TSOP

Type 2)

Al

n n-1 n/2-1
[ 000 [ 100
n4| n3
/ A
é ni n2
Terminal 1 2 . n/2
index area g E IEC 2243/09
Figure A.3a — Top view
D
Seating plane
HIEEETETT - CI 1
by [s]
ZD
] x_@P[s|AB|
IEC 2244/09
Figure A.3b — Side“view
G1E
/ 3 <
®
of _ ]
bp T !
b1 L1 <
Lp
oy © L
IEC 2246/09
IEC 2245/09

Figure\A.3c — Lead section

Figure A.3d - Lead side view

11
.

HEmInN
-2Lpmalx
HeEmax

IEC 2247/09

Figure A.4 — Pattern of terminal position areas

Date 2009
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Group 1 includes dimensions and numerals associated with mounting of packages and
kinds of packages. The dimensions and numerals belonging to the group mean values
guaranteed to users and imply that mechanical compatibility of mounting of packages

can be recognized.

Group
fabricat
achieve
dimensi
manufa
fabricat
have nd

Ref.

Min.

Nom.

Max.

Notes

n

A

A1

A2

Aol
AS

bp

[

D

E

X | X | X | X

E

HEe

Lp

X

y

6

X | XX |X|X

P includes dimensions that do not belong to Group 1, but are associated with t
on of packages and dimensions ©f terminal position areas. The group is
its own original purpose as anl\industry standard. The group belongs to t
bns and numerals of external shapes of packages useful for design a
cture and the dimensions ofterminal position areas that can be referenced to
ons of mounting boards:s:Therefore, external dimensions of a package sh
minal design values specified thereto.

he
to
he
hd
in
Al

Ref. Min. Nom. Max. Notes
b1 - X -
b3 - - X 3
cl - X -
L - X -
L1 - X -
11 - - X 3
(ZDp) - X -
G1E - X -
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Explanation of the symbols
(*)  means true geometrical position
[] values given within square brackets are calculated values

@ means projected tolerance zone (see ISO 1101, Clause 13)

A yls means in this drawing that the distance from the seating plane to the
nearest point of each terminal should not exceed y mm

NOTES

1 All dimensions are in millimetres.

2 n fefers to the total number of terminal positions.

3 C:I:eck of the dimensions and positions of package terminal is validly performed
when it is ensured that these terminal fit with the pattern of terminal position areas.

This can be carried out by means of an appropriate gauge.
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A.3 Gull-wing lead package with two parallel rows of terminals (TSOP Type 1)

Hp ‘
L 0
"z = n
Al ‘ e
] _ _ _ _ 1
3 = Terminal 1 = A
E index area ! j
n/2 — 1 n/2+1
IEC 2248/09
Figure A.5a — Top view
E
‘ Seating plane
‘
[
CLHHJ:ELELF:E - R
] o] || oy =2V Ts]
E
[ x M@ [s|AB
JEC 2249/09
Figure A.5b — Side view
G1p
— F <
®
bp 9/ : 1
R T 1 =
b1 [ <
ICE
S 1O Lp
1EC\ 2250/09 L IEC 2251/09
Figure A.5¢c'- Lead section Figure A.5d — Lead side view
I
™D
o]

1o

Hbmin-2Lpmax i

BRI

I
Hpbmax i
\

IEC 2252/09

Figure A.6 — Pattern of terminal position areas

Date 2009
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Group 1 includes dimensions and numerals associated with the mounting of packages
and kinds of packages. The dimensions and numerals belonging to the group means
values guaranteed to users and imply that mechanical compatibility of mounting of
packages can be recognized.

Ref. Min. Nom. Max. Notes
n - X - 2
A - - X
A1 X - X
A2 - X -

73] : X(F) -
bp X - X
¢ X - X
D X X X
E X X X
€] - X(*) - 3
HD X X X 3
Lp X - X
X - - X
y - - X
0 X X

Group 2 includes dimensions that do not belong\to Group 1, but are associated with the
fabricatlon of packages and dimensions of\terminal position areas. The group is |to
achieve| its own original purpose as an.industry standard. The group belongs to the
dimensipns and numerals of external-shapes of packages useful for design anpd
manufa¢ture and the dimensions of tefminal position areas that can be referenced to|in
fabricatlons of mounting boards. Therefore, external dimensions of a package shall
have ngminal design values specified thereto.

Ref. Min. Nom. Max. Notes
b1 - X -
b3 - - X 3
cl - X -
eD - X - 3
L - X -
11 - - X 3
(ZE) - X -
G1D - X -
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Explanation of the symbols

(*)  means true geometrical position

[ 1 values given within square brackets are calculated values

® means projected tolerance zone (see ISO 1101, Clause 13)

N S means in this drawing that the distance from the seating plane to the
y nearest point of each terminal should not exceed y mm
NOTES
1 All dimensions are in millimetres.
2 n fefers to the total number of terminal positions.
3 C:Reck of the dimensions and positions of package terminal is validly performed
when it is ensured that these terminal fit with the pattern of terminal pesition areas.

This can be carried out by means of an appropriate gauge.
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A.4 Gull-wing lead package with one row of terminals on each of four sides
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Group 1 includes dimensions and numerals associated with the mounting of packages
and kinds of packages. The dimensions and numerals belonging to the group mean
values guaranteed to users and imply that mechanical compatibility of mounting of
packages can be recognized.

Ref. Min. Nom. Max. Notes
n - X - 2
nD - X - 3
nE - X - 3
A - - X
Al X - X
A2 - X -

- X(*) - 4
bp X - X 4
¢ X - X
D X X X
E X X X
E : X(*) : 4
f - - X
HD X X X 4
HE X X X 4
Lp X - X 4
X - 2 X
y - - X
0 X - X

Group 2 includes dimensions that'do not belong to Group 1, but are associated with the
fabricatlon of packages and.dimensions of terminal position areas. The group is |to
achieve| its own original purpose as an industry standard. The group belongs to the
dimensipns and numerals® of external shapes of packages useful for design and
manufa¢ture and the dimensions of terminal position areas that can be referenced to|in
fabricatlons of mounting boards. Therefore, external dimensions of a package shall
have nominal design'values specified thereto.

Ref. Min. Nom. Max. Notes
b1 - X -
b3 - - X 4
c1 - X -
L - X -
L1 - X -
" - - X 4
(Zp) - X -
(ZE) - X -
G1D - X -
G1E - X -
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Explanation of the symbols
(*)  means true geometrical position

[1 values given within square brackets are calculated values

@ means projected tolerance zone (see ISO 1101, Clause 13)

N g| means in this drawing that the distance from the seating plane
y to the nearest point of each terminal should not exceed y mm

NOTES

1 Al| dimensions are in millimetres.

2 n fefers to the total number of terminal positions.

3 np refers to the number of terminal positions on one side of the package in the direction

of|dimension D.

ng refers to the number of terminal positions on one side of the package in the direction
ofldimension E.

4 Chheck of the dimensions and positions of package terminal is validly performed when itfis
ersured that these terminal fit with the pattern of tefminal position areas.
This can be carried out by means of an appropriate’gauge.
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A.5 J-bend lead package with two parallel rows of terminals (SOJ)
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Group 1 includes dimensions and numerals associated with the mounting of packages
and kinds of packages. The dimensions and numerals belonging to the group mean
values guaranteed to users and imply that mechanical compatibility of mounting of
packages can be recognized.

Group
the fabr
achieve
dimensi
manufa
fabricat
have nd

Ref. Min. Nom. Max. Notes
n - X - 2
A - - X
A1 X - X
A2 - X -

[A3] - X(*) -
bp X - X
b2 X - X
c X - X
D X X X
E X X X
[¢] - X(%) - 3
HE X X X
Lp X - X 3
t - - X
X - - X
y - - X

P includes dimensions that do not belong to Group 1, but are associated with
cation of packages and dimensions-of terminal position areas. The group is t¢
its own original purpose as an._industry standard. The group belongs to the
bns and numerals of externaly shapes of packages useful for design and
cture and the dimensions of terminal position areas that can be referenced to iT
ons of mounting boards:.Therefore, external dimensions of a package shall

minal design values specified thereto.
Ref. Min. Nom. Max. Degrees Notes
b1 - X -
b3 - - X 3
c1 - X -
- X - 3
L - X -
L1 - X -
L2 - X -
11 - - X 3
(Zp) - X -
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Explanation of the symbols
(*)  means true geometrical position

[ values given within square brackets are calculated values

@ means projected tolerance zone (see ISO 1101, Clause 13)

Ay ls means in this drawing that the distance from the seating plane to the
nearest point of each terminal should not exceed y mm
NOTES
1 All dimensions are in millimetres.
2 n fefers to the total number of terminal positions.
3 Check of the dimensions and positions of package terminal is validly performed
when it is ensured that these terminal fit with the pattern of terminal position areas.

This can be carried out by means of an appropriate gauge.
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A.6 J-bend lead package with one row of terminals on each of four sides
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Group 1 includes dimensions and numerals associated with the mounting of packages
and kinds of packages. The dimensions and numerals belonging to the group mean
values guaranteed to users and imply that mechanical compatibility of mounting of
packages can be recognized.

Ref. Min. Nom. Max. Notes
n - X - 2
nD - X - 3
nE - X - 3
A - - X
At X = X
A2 - X -

- X(*) - 4
bp X - X 4
¢ X - X

X X X
E X X X

E : X(#) - 4
HD X X X
HE X X X
Lp X - X 4
t - - X
X - - X
y - - X

Group R includes dimensions that donot belong to Group 1, but are associated with
the fabrjcation of packages and dimensions of terminal position areas. The group is to
achieve| its own original purpose @s an industry standard. The group belongs to the
dimensipns and numerals of (éxternal shapes of packages useful for design and
manufa¢ture and the dimensions of terminal position areas that can be referenced to if
fabricatlons of mounting boards. Therefore, external dimensions of a package shall
have nominal design values specified thereto.

Ref: Min. Nom. Max. Notes
b4 - X -
b2 X - X
b3 - - X 4
c - X -
- X - 4
- X - 4
L - X -
L1 - X -
L2 - X -
11 - - X 4
h - X -
(Zp) - X -
(Ze) - X -
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Explanation of the symbols

(*)  means true geometrical position

[] values given within square brackets are calculated values

@ means projected tolerance zone (see ISO 1101, Clause 13)

Oy [s| means in this drawing that the distance from the seating plane to the
nearest point of each terminal should not exceed y mm

NOTES

1 The millimetre (inch) dimensions are derived from the original inch (millimetre)dimensig

2 n fefers to the total number of terminal positions.

3 np refers to the number of terminal positions on one side of the package in the directiory
dimension D.
ng refers to the number of terminal positions on one side of the package in the direction
dimension E.

4 Clheck of the dimensions and positions of package termipal is validly performed when

it {s ensured that these terminal fit with the pattern of terminal position areas.
This can be carried out by means of an appropriate’gauge.
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Group 1 includes dimensions and numerals associated with the mounting of packages
and kinds of packages. The dimensions and numerals belonging to the group mean
values guaranteed to users and imply that mechanical compatibility of mounting of

packages can be recognized.

Group

the fabr
achieve
dimensi
manufa
fabricat
have no

Ref. Min. Nom. Max. Notes
n - X - 2
nD - X - 3
nE - X - 3
A - - X
bp X - X 4
D X X X
E X X X
E - X(%) - 4
Lp X - X 4
w - - X
X - - X
y - - X

P includes dimensions that do not belong to Group 1, but are associated wit
cation of packages and dimensions of terminal“position areas. The group is t
its own original purpose as an industry standard. The group belongs to the
bns and numerals of external shapes cof packages useful for design an
cture and the dimensions of terminal pesition areas that can be referenced to i
ons of mounting boards. Thereforesiexternal dimensions of a package sha
minal design values specified theréto.

N
D

i

I

Ref. Min. Nom. Max. Notes
b3 - - X 4
eD - X - 4
eE - X - 4
k X - X
K4 X - X
11 - - X 4

(Zb) - X -

(ZE) - X -
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Explanation of the symbols

(*) means true geometrical position

[] values given within square brackets are calculated values

means in this drawing that the distance from the seating plane

Oy |S . )
to the nearest point of each terminal should not exceed y mm
NOTES
1 All dimensions are in millimetres.
2 n refers to the total number of terminal positions.
3 n) refers to the number of terminal positions on one side of the package in the direction
ofldimension D.
nk refers to the number of terminal positions on one side of the package in the direction
ofldimension E.
4 C:I:eck of the dimensions and positions of package terminal is validly performed
when it is ensured that these terminal fit with the pattern of terminal position areas.

This can be carried out by means of an appropriate gauge.

5 Lgngth of terminal pad number 1 shall be_visibly greater than the length of the other
tefminal pads.

[0)



https://iecnorm.com/api/?name=3280089c2f6969fc91c64265f2391b1f

60191-6 © IEC:2009 - 33 -

A.8 Ball grid array package (BGA)
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Group 1 includes dimensions and numerals associated with the mounting of packages
and kinds of packages. The dimensions and numerals belonging to the group mean
values guaranteed to users and imply that mechanical compatibility of mounting of
packages can be recognized.

Theoretically
Symbol Min. Nom. Max. exact Notes
dimension

n - X - - 1
A - - X -

A X - X -

A2 - (x) - -

b X - X -

D X X X

E X X X

el - - - X 2
Vv - - X “

X - - X -

X2 - - X -

Vi - - X B

y - - X B

Group R includes dimensions that do notibelong to Group 1, but are associated witlp
the fabrjcation of packages and dimensions of terminal position areas. The group is to
achieve|its own original purpose as an industry standard. The group belongs to the
dimensipns and numerals of external shapes of packages useful for design and
manufa¢ture and the dimensioris j0f terminal position areas that can be referenced to i
fabricatlons of mounting boards. Therefore, external dimensions of a package shaTI

have ngminal design values-specified thereto.

Symbol Min. Nom. Max. Notes
b3 - - [x] 1,2
b4 - - [x] 1,2
ZD - (x) - 3
ZE - (x) - 3
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Explanation of the symbols

(*)  means true geometrical position

[1 values given within square brackets are calculated values

@me

ans projected tolerance zone (see ISO 1101, Clause 13)

/[ /|y

CZ| means in this drawing the distance from the common zone of each terminal

NOTES

1 Al

2 n fefers to the total number of terminal positions.

3 Check of the dimensions and positions of package terminal is validly performed when it
erlsured that these terminal fit with the pattern of terminal position areas.
This can be carried out by means of an appropriate gauge.

4 Verification of the dimensions and positions of package terminal is validly performed wh
s ensured that these terminal fit with the pattern ofiterminal position areas. This
vdfrification may be carried out by means of an appropriate functional gauge.

—

5 b3

pgsitional tolerance.

dimensions are in millimetres.

and b4 are virtual size obtained from maximum material size of the ball diameter and

b3 = b max. + x1
b4 = b max. + x2

is
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In case the dimension table specifies a large number of package variations, the examples in
tables below may be used.

B.1 Overall dimension table (example)
Ref. Min. Nom Max. Degrees Notels

n - \% -

A - - X

A1 X - X

A2 - X -

- X -

bp \% - \%

- c X - X

= D X \% X

2 E X \% X

O] IEI : v :

f - - X

HE - V -

Lp X - X

t - - X

b1 - \ -

™ b3 - - \%

S c1 - X R

5 K - - X
“X” = lcommon dimension.
variable diménsion.
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B.2 Common dimension table (example)
Ref. Min. Nom Max. Degrees Notes
A X - X
A1 X - X
A2 X X X
- : X -
a c X - X
>S5
o f - - X
© Lp X ; X
+ *
c1 - X -
N 11 - - X
Q.
=]
e
O]
B.3 Variable dimension table (example)
Package variation Package variation Package variation | coeeeeeefes
Ref. AA AB AC | e
Min Nom. | Max. | Min. [ Nom. | Max. {"Min. | Nom. | Max. | Min. | Nom.|| Max.
I - \% - - \% s - \% -
bp \% - \% \% - \ \Y - \Y
i \Y \Y \ \% V \Y V V V
‘;_ F \Y \Y \ \ \4 \Y \Y \Y \Y
3 ¢ - \% - - \% - - \% -
o HE - \% - - \% - - \% -
bfl - \% - - \% - - \Vi -
N bB - - \% - - \% - - \%
Q.
=]
e
©)
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS
A SEMI-CONDUCTEURS -

Partie 6: Regles générales pour la préparation des dessins
d'encombrement des boitiers pour dispositifs
a semi-conducteurs pour montage en surface

1) La C
comp
pour
domai
intern
public|
comité

AVANT-PROPOS

bmmission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation mondiale ‘de” nor
sée de I'’ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux dela CEIl).
bbjet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de hofmalisation
hes de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl — entre autres actjvités — publie de
htionales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications acces
(PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur.&laboration est con
s d’études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut parti

organfsations internationales, gouvernementales et non gouvernementalesy en/iaison avec la CEl,

égale
selon

2) Lesd
du po
intére

3) Les P
comm
s’assU
de I'é

nent aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisat
des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

bcisions ou accords officiels de la CEl concernant les questiors techniques représentent, dans
5sible, un accord international sur les sujets étudiés, étant’ donné que les Comités nationaux
Esés sont représentés dans chaque comité d’études.

ublications de la CEIl se présentent sous la forme de.réecommandations internationales et son
e telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous lés-efforts raisonnables sont entrepris afin g
re de I’exactitude du contenu technique de ses pGblications; la CEIl ne peut pas étre tenue re

4) Dans
mesu
natio
natio

e but d’encourager I'uniformité internationalé&;*les Comités nationaux de la CEl s’engagent, dan
e possible, a appliquer de fagon transparente les Publications de la CEIl dans leurs pu
les et régionales. Toutes divergences ‘entre toutes Publications de la CEIl et toutes pu
les ou régionales correspondantes,doivent étre indiquées en termes clairs dans ces dernieres.

5) La CHI elle-méme ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indé
fournigsent des services d'évaluation~de conformité et, dans certains secteurs, accédent aux ma

confo
certifi

6) Il con

7) Aucun
mand
nation
domm

mité de la CEIl. La CEIl n'est responsable d'aucun des services effectués par les organ
ation indépendants.

ient que les utilisateurs;s’assurent qu’ils sont en possession de la derniére édition de cette publ

e responsabilité (ne—doit étre imputée a la CEIl, a ses administrateurs, employés, auxi
taires, y compris 'ses experts particuliers et les membres de ses comités d’études et deg
aux de la CEl\;pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de
age de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compri

de judtice) et les depenses découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la

toute
8) L’atte

hutre Publication de la CEl, ou au crédit qui lui est accordé.

tioh est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L’utilisation de pu

entuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui‘en est faite par un quelconque utilisateur final.

nalisation
La CEIl a
dans les
5 Normes
sibles au
iée a des
Ciper. Les
articipent
on (ISO),

a mesure
de la CEI

t agréées
ue la CEI
ponsable

s toute la
blications
blications

pendants
rques de
smes de

ication.

iaires ou

Comités
out autre
b les frais
CEl ou de

blications

référe

hcees est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme Internationale CEI 60191-6 a été établie par le sous-comité 47D: Normalisation
mécanique des dispositifs a semi-conducteurs, du comité d’études 47 de la CEl: Dispositifs a

semi-co

nducteurs.

Cette troisieme édition de la CElI 60191-6 annule et remplace la deuxiéme édition parue en
2004 dont elle constitue une révision technique. La présente édition contient les modifications
majeures suivantes par rapport a I'édition précédente:

a) le domaine d’application est modifié pour couvrir tous les dispositifs pour montage en
surface a semi-conducteurs discrets dotés d’au moins 8 sorties;

b) des

modifications éditoriales sur plusieurs pages; et
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c) une révision technique du boitier matriciel & billes (BGA) particulierement son format de
dessin géométrique. (la révision du format de dessin permettrait d’unifier deux types de
boftier BGA pour n’avoir qu’un seul type.)

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

CDV Rapport de vote
47D/736/CDV 47D/749/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette p\llblication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une lisfe des toutes les parties de la série CEl 60191, présentées sous (€ .titre générale
Normalisations mécanique des dispositifs a semi-conducteurs peut étre censultée sur le site
web de Ja CEI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la|date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEl sous "httpi//webstore.iec.ch" dans les
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la¢publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amepdée.
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NORMALISATION MECANIQUE DES DISPOSITIFS
A SEMI-CONDUCTEURS -

Partie 6: Regles générales pour la préparation des dessins

d'encombrement des boitiers pour dispositifs
a semi-conducteurs pour montage en surface

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEI 60191 donne les regles générales pour la préparafion des
dessins|d'encombrement des dispositifs a semi-conducteurs pour montage en| surfgce. Elle
compléte la CEI 60191-1 et la CEI 60191-3. Elle couvre tous les dispositifs pour montage en surface
a semi-gonducteurs discrets dotés d’au moins 8 sorties, ainsi que les circuits-intégrés classés « de
forme E p» dans I'Article 3 de la CEIl 60191-4.

2 Réflérences normatives

Les doguments de référence suivants sont indispensables’ pour l'application du |présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s’applique. Pour les réfgrences
non datges, la derniére édition du document de référence’s’applique (y compris les éyentuels
amendements).

CEI 601P1-1:2007, Normalisation mécanique des dispositifs a semi-conducteurs — Rartie 1:
Préparafion des dessins d'encombrement des. dispositifs a semi-conducteurs

CEI 60191-4:2002, Normalisation mégcanique des dispositifs a semi-conducteurs — Rartie 4:
Systeme¢ de codification et classification en formes des boitiers pour dispositifs @ semi-
conducteurs

ISO 11Q1:2004, Spécification ‘geométrique des produits (GPS) — Tolérancement géométrique —

Tolérantement de forme, orientation, position et battement

3 Termmes et définitions
Pour leg besoins-du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent.

3.1
plan de siége

plan qui désigne le plan de contact du boftier, incluant tout écartement, avec la surface sur
laquelle il sera monté

NOTE Ce plan est souvent utilisé comme plan de référence.

3.2

plan de référence

plan paralléle au plan de siége a une distance au-dessus du plan de siége (ne s'applique
pas aux boitiers sans sortie)

NOTE 1 La distance est connue comme la distance du plan de référence. Elle détermine la zone de projection
d’'une borne (voir Figure 1).

NOTE 2 Cette distance est une dimension théorique qui n’est pas liée a une caractéristique du boftier. Sa valeur
est choisie pour chaque boitier de telle sorte que la longueur de la zone de projection d’une borne L, soit une
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bonne approximation de la longueur des bornes utilisée pour le montage, par exemple, la longueur de la partie de
la borne brasée au substrat.

3.3

région d’emplacement de borne
surface maximale sur le plan de siége a l'intérieur de laquelle se trouve la zone de projection
d’une borne, en tenant compte des valeurs maximales de Lp et bp

NOTE 1

L’aire de la région d’emplacement d’une borne est égale a /1 x bs avec, en général

l1 = L, max. + (HDmax. — HDmin.)/2

p

= Lp max. + (HEmax. — HEmin.)/2

NOTE 2

3.4

et bsz=b, max. + x

p

La vérification peut étre effectuée au moyen d’un calibre approprié (voir Figure 2),

configuration des régions d’emplacement de bornes

groupe
sorties |

NOTE 1
siége.

NOTE 2
avec com

NOTE 3
conceptio

3.5

e toutes les régions d’emplacement de bornes d’un boftier a sorties ou d’un
epliées dans le plan de siége

Pour un boftier sans sortie, il s’agit de la projection de ses bornes ou contacts métallisés sur

Les emplacements réels des centres des régions d’émplacement de bornes sont situés sur
me module

el/[en] o ]/ [oE

La configuration des régions d’emplacement de bornes n’inclut pas les tolérances proven
h des substrats de montage (carte imprimée) ni de la précision de la machine de placement.

coplanarité des bornes

tolérang
rapport

NOTE D

3.6
référen

e sur le profil contrélant I'’emplacement des couronnes des bornes infériey
au plan de siége

Aans tous les autres cas, I'exigence de coplanarité des bornes est clarifiée par une note.

Ce

plans g¢ométriques établis pour contrdler la zone de tolérance

NOTE

boftier a

e plan de

une grille

Ant de la

res par

conVient d’établir une référence S par le plan de siége.

4 Regles de conception

Le dessin d’encombrement d’un boitier pour dispositif a semi-conducteurs pour montage en

surface

doit comprendre, dans l'ordre indiqué:

— le dessin (a proprement parler);

— les tableaux de dimensions;

— les notes sur les tableaux et dessins;

— la codification.

Le dessin doit étre conforme aux régles générales des dessins décrites dans I'Article 4 et
dans ['Article 5 de la CEI 60191-1, mais aussi aux définitions spécifiques de I'Article 3
précédemment cité.
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L'Article 5 et I'Article 6 donnent, respectivement, les tableaux de dimensions a spécifier et les
notes a appeler, le cas échéant. Des dimensions et des notes supplémentaires peuvent étre
ajoutées si nécessaire.

La codification de 'encombrement des bofitiers doit étre conforme a la CEl 60191-4.

5 Dimensions a spécifier

Dans le Tableau 1 et le Tableau 2, les croix indiquent lorsque des valeurs doivent étre
spécifiées. Dans la colonne auxiliaire de droite, un code indique a quelles familles
d'encombrement s’applique généralement chaque dimension, comme suit:

L: boitiers a sorties boitiers a sorties en aile de mouette ex. QFP, SOPF$OP
F: boitiers a sorties repliées boitiers a sorties en J ex. QFJ, SOJ

P: boitiers sans sortie boitiers sans sortie ex. QFN

B: boitiers matriciels a billes boitiers avec sorties a billes ex. BGA

6 Noles

Les nofes auxquelles font référence les tableaux et les dessins apparaissent gprés le
Tableay 2. Dans la colonne auxiliaire de droite, un cade indique a quelles |familles
d’enconmbrement s’applique généralement chaque note (avec le méme code que dans|l'Article
5 ci-desjsus).

Pour chlaque boitier ou famille de boitiers d’encombrement particulier, les notes apglicables
doivent|étre numérotées séquentiellement en .commencgant par 1 dans l'ordre dans lequel
elles apparaissent dans les tableaux, puis sur fe*dessin.
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Tableaux 1 — Dimensions a spécifier pour le Groupe 1

Le Groupe 1 inclut des dimensions et des numéros associésau montage
des boitiers et aux types de boitiers. Les dimensions et les numéros
appartenant au groupe sont des valeurs garanties pour l'utilisateur et
impliquent que la compatibilité mécanique du montage des boitiers peut
étre reconnue.
Famille
concernee
Réf. Min. Nom. Max. Notes
n - X - 2 LFPB
nD - - 3 LFP
nE - X - 3 LFP
A - - LFPB
A1 X - LFB
A2 - X - LF
. X(*) - 4 LF
bp X - X 4 LFP
Zbp X [x] X 4 B
b X - X 4 B
C X - X LF
D X X X 4 LFPB
E X X X 4 LFPB
[e] - X(*) - 4 LFPB
f - - X LF
HD X X 4 LF
HEe X X X 4 LF
h X - X F
k X - X P
k1 X - X P
Lp X - X 4 LFP
t - - X LF
v - - X B
w - - X B
X - - X LFPB
X1 - - X B
y - - X LFPB
y1 - - X B
0 X - X L
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Tableaux 2 — Dimensions a spécifier pour le Groupe 2

Le Groupe 2 inclut les dimensions qui n’appartiennent pas au Groupe 1, mais
sont associées a la fabrication de boitiers, ainsi que les dimensions des
régions d’emplacement de bornes. L'objectif de ce groupe est de devenir une
norme industrielle. Le groupe décrit les dimensions et les numéros des formes
externes des boitiers utilisés pour la conception et la fabrication ainsi que les
dimensions des régions d’emplacement de bornes qui peuvent servir de référence
lors de la fabrication de cartes de montage. Ainsi, des valeurs de conception
nominales doivent étre spécifiées pour les dimensions externes d’un bottier.

Réf. Min. Nom. Max. Notes
b1 - X -
b2 X - X
b3 - - [x] 4
c1 -
eD -
eE -
L -
L1 -
L2 -
11 - - [x] 4
SD -
SE -
ZD -
ZE -
G1D -
G1E -

X IX | X |X|[|X|X

XX | X XX | X | X
1

Famille
concernée

LF

F

LFPB

LF

FP

FP

LF
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Explication des symboles et des notes relatives aux tableaux
Explication des symboles

(*) représente 'emplacement géométrique réel

[1 les valeurs entre crochets sont les valeurs calculées

O yls signifie dans ce dessin qu’il convient que la distance entre le plan de siége et le

point le plus proche de chaque borne ne dépasse pas y mm

@ zone de tolerance projetee (voir ISO 1101, Article 13)

NOTES
1 outes les dimensions sont indiquées en millimétres.
2 est le nombre total d’emplacements de bornes.

3 D est le nombre d’emplacements de bornes sur un c6té du baitier dans la dirdction de la
imension D.

E est le nombre d’emplacements de bornes sur un c6ié du boftier dans la direction de la
imension E.

4 L a vérification des dimensions et des emplacemeénts des bornes d’un boftier est validée
lorsque I'on est sOr que ces bornes correspondent a la configuration des régior|s
I’emplacement des bornes. Cette vérification peut étre effectuée au moyen d’un calibre
pproprié.
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Annexe A
(informative)

lllustration des regles

Les régles présentées ci-dessus sont illustrées par des exemples d’application pour plusieurs

familles

de boitiers.

A.1  Structures des exemples

— BOj

A.2);

—  bof
2) (
—  bof
cot
—  bof
—  bof

A.6);

—  bof
—  bof

fier a sorties en aile de mouette avec deux rangées de bornes paralleles (voi

ier a sorties en aile de mouette avec deux rangées de bornes parallgles’ (TS(
voir Article A.3);

ier a sorties en aile de mouette avec une rangée de bornes sur-chacun des
ps (voir Article A.4);

ier a sorties en J avec deux rangées de bornes paralléles (voir Article A.5);

ier a sorties en J avec une rangée de bornes sur chacuh.des quatre c6tés (vo

ier sans sortie (voir Article A.7);

ier matriciel a billes (voir Article A.8).

r Article
DP Type

5 quatre

r Article
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Plan de sieége /

Plan de référence
/ Vue de
profil

@ Zone projetée

Vue de
dessaous
Lp x bp : projection de borne
zone (hachurée) ﬁ
IEC 2240
Figure A.1a
Plan de réference
Vue de
B B profil
M @ Zone projetée
S B e
Plan de siege | |
| Do i Vue de
Jf D‘ dessous
Lp x bp : projection de borne
zone (hachurée) - f
IEC 2241/09
Figure A.1b
Figure A.1 - lllustrations de la zone de projection de borne

IEC 2242/09

Figure A.2 — Vue isométrique d’un exmple de calibre
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A.2 Boitier a sorties en aile de mouette avec deux rangées de bornes paralléles

(SOP, TSOP Type 2)

LA
n n-1 n/2-1
[0 [ 10
n4| n3
A ni n2
Région Unoon [ \‘\ HUU\/\?
d'indtcation = A
de la borne 1 ﬁ‘}—@ IEC 2243/09
Figure A.3a — Vue de dessus
D
Plan de sieége
HIEEEET = 1
L] ¥y Ts|
ZD bp |
bl xm®ls [AB]
IEC 2244/09
Figure A.3b — Vue'de coté
G1E
|
Q| <
®
oy 1
bp T, :
b1 L <
Lp
Oy © L
IEC 2246/49
IEC 2245/09

Figure A.3¢.~Section de conducteur Figure A.3d — Vue de c6té du condufteur

FHHH—Z "84 1

HEmMfn
-2Lpnpax
HEmax

11

H-HH—Z—f#HHd= 1
b3 e

IEC 2247/09

Figure A.4 — Configuration des régions d’emplacement de bornes

II Date 2009
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Le Groupe 1 inclut des dimensions et des numéros associés au montage des boitiers et
aux types de boitiers. Les dimensions et les numéros appartenant au groupe sont
des valeurs garanties pour l'utilisateur et impliquent que la compatibilité mécanique du

montage des boitiers peut étre reconnue.

Le Gro
associé
d’empla
industri
boitiers

cartes d
pour leg

Réf. Min. Nom. Max. Notes
n - X - 2
A - - X
A1 X - X
A2 = X =

- X(*) -
bp X - X
c X - X
D X X X
E X X X
[¢] - X(%) -

HE X X X

Lp X - X
X - - X
y - - X
0 X - X 3

les dimensions des régio
L’'objectif’ de ce groupe est de devenir une norn
lle. Le groupe décrit les dimensions et les numéros des formes externes d
utilisés pour la conceptionvet la fabrication ainsi que les dimensions des régio
d’emplacement de bornes qui“peuvent servir de référence lors de la fabrication
e montage. Ainsi, des valeurs de conception nominales doivent étre spécifié
dimensions externes d’un boitier.

ipe 2 inclut les dimensions qui-n“appartiennent pas au Groupe 1, mais sdnt
bs a la fabrication de boitiers, ainsi que
ement de bornes.

Réf. Min. Nom. Max. Notes
b - X -
b3 - - X 3
c4 = X =
- X -
L1 - X -
11 - - X 3
(Zp) - X -
G1E - X -
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Explication des symboles
(*) représente 'emplacement géométrique réel
[1] les valeurs entre crochets sont les valeurs calculées

® représente la zone de tolérance projetée (voir ISO 1101, Article 13)

M YI|s signifie dans ce dessin qu’il convient que la distance entre le plan de siége et le
point le plus proche de chaque borne ne dépasse pas y mm

NOTES

1 Toutes les dimensions sont indiquées en millimétres.

2 n est le nombre total d’emplacements de bornes.

3 Lq vérification des dimensions et des emplacements des bornes d'un’boitier est yalidée

lofsque I'on est sOr que ces bornes correspondent a la configuration des régions
d’emplacement des bornes.
Cette vérification peut étre effectuée au moyen d’un calibreapproprié.
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— 55 —

Boitier avec deux rangées de bornes paralléles (TSOP Type 1)

Hbp

L .
vz
i
—]
_

1 —n
(Al3 ‘ e
_ _ _ 1
3 Réginn [ 3
d’indication ! ﬂ
n/2 de la borne 1 1 n/2+1
IEC 2248/09

ZE

Figure A.5a — Vue de dessus

Plan de siege

HH%LELF£7| Qly .

bp
b1

(&)

—
(&)

IEC ,2250/09

e] o

+] x MP]s{AB

IEC 2249/09

Figure A.5b — Vue de‘coté

Figure A.5c — Section de conducteur

G1p
— F <
®
of et it

1 <

L

Lp

L IEC 2251/99

1

b3

Figure A.5d — Vue de c6té du condufteur

s wilsfi

Hbmin-2Lpmax

==NE}

Hpmax

T

IEC 2252/09

Figure A.6 — Configuration des régions d’emplacement de bornes

Date 2009
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Le Groupe 1 inclut des dimensions et des numéros associés au montage des boftiers et
aux types de boitiers. Les dimensions et les numéros appartenant au groupe sont des
valeurs garanties pour [l'utilisateur et impliquent que la compatibilit¢ mécanique du
montage des boitiers peut étre reconnue.

Réf. Min. Nom. Max. Notes
n - X - 2
A - - X
A1 X - X
RAZ - X -
- X(*) -
bp X - X
C X - X
D X X X
E X X X
[¢] - X(%) -
HD X X X
Lp X - X
X - - X
y - - X
0 X X
Le Groupe 2 inclut les dimensions qui niappartiennent pas au Groupe 1, mais|sont
associéps a la fabrication de boitiers, ainsicque les dimensions des régions d’emplacement
de bornes. L’objectif de ce groupe est de*devenir une norme industrielle. Le groupe décrit

et la fgbrication ainsi que les ditmensions des régions d’emplacement de bornes qui
peuveni servir de référence lors de la fabrication de cartes de montage. Ainsi, des valeurs
de conception nominales doivent étre spécifiées pour les dimensions externes d’un bojtier.

les dimgnsions et les numéros des formes externes des boitiers utilisés pour la conc?ption

Réf. Min. Nom. Max. Notes
b1 - X -
b3 - - X 3
c1 - X -
eD - X - 3
L - X -
11 - - X 3
(ZE) - X -
G1D - X -
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Explication des symboles
(*) représente I'emplacement géométrique réel

[] les valeurs entre crochets sont les valeurs calculées

® représente la zone de tolérance projetée (voir ISO 1101, Article 13)

lyvls signifie dans ce dessin qu’il convient que la distance entre le plan de siége et le
point le plus proche de chaque borne ne dépasse pas y mm

NOTES

1 Toutes les dimensions sont indiquées en millimeétres.

2 n est le nombre total d’emplacements de bornes.

3 Lq vérification des dimensions et des emplacements des bornes d’un boftier est validée

lofsque I'on est sdr que ces bornes correspondent a la configuration des régions
d’emplacement des bornes.
Cette vérification peut étre effectuée au moyen d’un calibre approprié.
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A.4 Boitier a sorties en aile de mouette avec une rangée de bornes sur chacun des
quatre cotés (QFP)
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Figure A.8 — Configuration des régions d’emplacement de bornes
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Le Groupe 1 inclut des dimensions et des numéros associés au montage des boftiers et
aux types de bofitiers. Les dimensions et les numéros appartenant au groupe sont des
valeurs garanties pour [l'utilisateur et impliquent que la compatibilité mécanique du

montage des boftiers peut étre reconnue.

Réf. Min. Nom. Max. Notes
n - X - 2
nD - X - 3
nE - X - 3
A - - X
Ad X X
A2 - X -

- X(*) - 1
bp X - X
c X - X
D X X X
E X X X
E - X(*) - 4
f - - X
Hb X X X 4
HEe X X X 4
Lp X - X
X - - X
y - - X
0 X > X

Le Gro
associé
de born

upe 2 inclut les dimensionsqui n’appartiennent pas au Groupe 1, mais
bs a la fabrication de boftiers, ainsi que les dimensions des régions d’emplace
es. L'objectif de ce grotpe est de devenir une norme industrielle. Le groupe ¢

sont
ment
jécrit

les dimgnsions et les numéros des formes externes des boitiers utilisés pour la conception

5 qui

itier.

et la fgbrication ainsi que\les dimensions des régions d’emplacement de borne
peuvenf servir de référence lors de la fabrication de cartes de montage. Ainsi, des valeurs
de conception nominales' doivent étre spécifiées pour les dimensions externes d’'un bo
Réf. Min. Nom. Max. Notes
b1 - X -
b3 - - X 4
c1 - X -
L - X -
L1 - X -
11 - - X 4
(Zp) - X -
(ZE) - X -
G1D - X -
G1E - X -
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Explication des symboles

(*) représente 'emplacement géométrique réel

[] les valeurs entre crochets sont les valeurs calculées

® représente la zone de tolérance projetée (voir ISO 1101, Article 13)

~ S signifie dans ce dessin qu’il convient que la distance entre le plan de siége et le
y paint le plus proche de chaque harne ne dépasse pas y mm

1 Toutes les dimensions sont indiquées en millimeétres.
2 n est le nombre total d’emplacements de bornes.

3 nD est le nombre d’emplacements de bornes sur un cbté du boftier dans la direcfion de la
dimension D.

nk est le nombre d’emplacements de bornes sur un c6téydu boitier dans la direction de la
dimension E.

4 L4q vérification des dimensions et des emplacements des bornes d’un boitier est validée
lofsque I'on est s(r que ces bornes correspondent a la configuration des régions
d’emplacement des bornes.

Cette vérification peut étre effectuée au moyen d’'un calibre approprié.
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A.5 Boitier a sorties en J avec deux rangées de bornes paralléles (SOJ)
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Figure A.9a — Vue de dessus
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Figure A.10 — Configuration des régions d’emplacement de bornes
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Le Groupe 1 inclut des dimensions et des numéros associés au montage des boftiers et
aux types de boitiers. Les dimensions et les nhuméros appartenant au groupe sont des
valeurs garanties pour l'utilisateur et impliquent que la compatibilité mécanique du
montage des boitiers peut étre reconnue.

Réf. Min. Nom. Max. Notes
n - X - 2
A - - X
A1 X - X
A2 - X -

- X(*) -
bp X - X
b2 X - X
c X - X
D X X X
E X X X
[¢] - X(%) - 3
HE X X X
Lp X - X 3
t - - X
X - - X
y - - X

Le Groupe 2 inclut les dimensions qui. n*appartiennent pas au Groupe 1, mais sont
associéps a la fabrication de boitiers; ainsi que les dimensions des régiops
d’emplacement de bornes. L’objectif) de ce groupe est de devenir une norme
industriglle. Le groupe décrit les dimensions et les numéros des formes externes des
boitiers|utilisés pour la conception:et la fabrication ainsi que les dimensions des régiops
d’emplacement de bornes qui.peuvent servir de référence lors de la fabrication ge
cartes de montage. Ainsi, des-valeurs de conception nominales doivent étre spécifiées
pour le§ dimensions externes d’un boitier.

Réf. Min. Nom. Max. Degrés Noteq
b1 - X -
b3 - - X 3
C1 - X -
[leE} - X - 3
L - X -
L1 - X -
L2 - X -
11 - - X 3
(Zp) - X -
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